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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ALLOCATION DES BROCHES DE CONNECTEURS POUR LES SYSTEMES
A MICROPROCESSEURS UTILISANT LE CONNECTEUR IEC 603-2

PREAMBULE

1) tes décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions technigues,
préparés par des Comités d'Etudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s'inté-

rg
n

2) Cd
P

3) D
C

1

]

-P
Le
Syté

tional sur les sujets examinés.

r les Comités nationaux.

ns le but d'encourager 1'unification internationale, la CEIl exprime le voeu que
mités nationaux adoptent dans leurs régles nationales le textg-de la recomman
CEl, dans la mesure ou les conditions nationales le permettent. Toute diverge

ssible, etre indiquée en termes clairs dans cette dernigre,

PREFACE

(]

mes a microprocesseurs, du ~Comité d'Etudes n° 47 de 1

Displositifs a semiconducteurs.

Le

Le
info

texte de ce rapport est(issu des documents suivants:
Regle-des Six Mois Rapport de vote
47B(BC)23 47B(BC)29

rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donng
rmation sur le vote ayant abouti a l'approbation de ce rapport.

ssant a ces questions, expriment dans ia plus grande mesure possible un accofd inter-

s décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées compe telles

tous les
ation de
hce entre

recommandation de la CEI et 1a régle nationale correspondante doit, dans la mesure du

présent rapport a été établi~par le Sous-Comité 47B de la CEI:

h  CEI:

e toute
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1) The formal decisio

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PIN ALLOCATIONS FOR MICROPROCESSOR SYSTEMS
USING THE IEC 603-2 CONNECTOR

FOREWORD

ns or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technica]

Commit i are
reprefented, express, as nearly as possible, an international consensus of opiniomon the
subjegts dealt with.

2) They have the form of recommendation for international use and they are aCcepted by the
Natiopal Committees in that sense.

3) In ofder to promote international unification, the IEC expresses ‘the wish thatf all
Natiopal Committees should adopt the text of the IEC recommendatiom for their natlional

rules

recompendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be cl

indic

This

hted in the latter.

PREFACE

systemg, of IEC Technical Committee No. 47: Semiconductor devices.

The {ext of this report is based on the following documents:

Full

Six Months' Rule Report on Voting

47B(CO)23 47B(CO)29

nformation on the voting for the approval of this report can be

found i|n the Voting Report indicated in the above table.

in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC

early

report has been prepared by (Sub-Committee 47B: Microprocessor
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I'utjlisation du connecteur IEC 603-2 dans les <systemes a |
micpoprocesseurs.

Ce |rapport s'applique a la fois aux connecteuers“placés sur les carn
ceux placés sur le fond de panier des systémes a microprocesseurs.
Notle.- Les termes '"broche" et "terminaison"™ sont considérés
syrjonymes.

2 [Exigences minimales pour les connexions de masse électrique

Les

3.

3.2

ALLOCATION DES BROCHES DE CONNECTEURS POUR LES
SYSTEMES A MICROPROCESSEURS
UTILISANT LE CONNECTEUR IEC 603-2

Domaine d'application

828 (C) CEI 1988

ant étre affectées & chaque connecteur IEC 603-2*
temes a base de microprocesseurs.

utilise

Affectation des broehes

Les broches \suivantes de chaque connecteur IEC 603-2 du

Les broches suivantes de chaque connecteur IEC 603-2 du
LA -

.
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rapport fournit également des recommandations et décrit les res
a apporter pour l'affectation des liaisons d'alimentation ‘€t de masse

systémes a microprocesseurs devraient comporter au minimun
broches de masse sur chaqu®e connecteur IEC 603-2 utilisé dans le §

devraient (etre reliées a la masse électrique ou étre laissées ind
la 1b le
32a 32b 32¢

présent rapport décrit le nombre minimal de broches de masse éiectrique

ans les

trictions
lors de
base de

tes et a

comme

I quatre
ysteme.

systeme
tilisées:

systeme

ientation

rolianc o
TCTITUC TC T CITTTS (=8

continue, a une tension ne devant pas excéder 5,0 V + 10%
laissées ‘inutilisées

2a
3la

2b
31b

2¢
31lc

ou étre

Se reporter a la Publication 603-2 de la CEI: Connecteurs pour fréquences inférieures 2

3

imprimés en deux parties, pour grille de base de 2,54 mm (0,1 in) avec caractéri
montage communes.

MHz pour utilisation avec cartes imprimées, Deuxiéme partie: Connecteurs pour circuits

stiques de
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PIN ALLOCATIONS FOR
MICROPROCESSOR SYSTEMS
USING THE IEC 603-2 CONNECTOR

1 Scope
This rleport describes the minimum number of d.c. ground terminals/{o be
allocated to each IEC 603-2* connector used in microprocessor-hased
systems.
This report also makes recommendations and describes restrietions for the
allocatjon of power and ground connections when usingnthe IEC §03-2
connedtor in microprocessor-based systems.
This Fpeport applies to both the boards and backplane connectiorls in
micropjrocessor systems.
Note.-[ The words "pin" and "terminal"” are used interchangeably.
2 Minfimum d.c. ground requirements
Micropjrocessor systems should provide a minimum of four d.c. ground
signalg on each IEC 603-2 connector used in the system.
3 Pin| allocations
3.1 The following terminals of each IEC 603-2 connector in the system
should be connected to d.c. ground or be unused:
la 1b le
32a 32b 32¢c
3.2 The , following terminals of each IEC 603-2 connector in the system
s i i ot to

exceed 5.0 V d.c. + 10%, or to be unused:

2a 2b 2¢c
3la 31b 3le

* Refer to I1EC Publication 603-2: Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed
boards, Part 2: Two-part connectors for printed boards, for basic grid of 2.54 mm (0.1 in)
with common mounting features.
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4 Chemins de retour de signal

Les chemins de retour de signal sont critiques pour le fonectionnement
correct a grande vitesse de toute structure de bus n'utilisant pas de dis-
positifs différentiels. La répartition de chemins de retour supplémentaires
réduit les discontinuités de l'impédance caractéristique du chemin de signal
allant de l'émetteur placé sur une carte de circuit imprimé a un ou
plusieurs récepteurs placés sur d'autres cartes du systéme. La qualité du
bus du systeme s'améliore, en général, avec l'adjonction de chemins de
retour supplémentaires (par rapport aux chemins de retour en courant
continu spécifiés dans ce rapport), spécialement s'ils sont distribués parmi
les liaisons de signaux.
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